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(57) Abstract: The invention relates to a device, an apparatus and a method for ascertaining local orientation errors which have
occurred as a result of expansion and/or distortion of a first substrate (1) relative to a second substrate (2) when the first substrate (1)
is connected to the second substrate (2) and for orienting two watfers using position maps, expansion maps and/or tension maps for
the waters which are recorded while and/or after the wafers are oriented, in particular through at least one transparent region of at
least one of the waters, with the relative position of the two wafers in respect of one another being corrected, in particular in situ, if
necessary.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Finrichtung, eine Vorrichtung und ein Vertahren zur Ermittlung von durch
Dehnung und/oder Verzerrung eines ersten Substrats (1) gegeniiber einem zweiten Substrat (2) beim Verbinden des ersten Substrats
(1) mit dem zweiten Substrat (2) aufgetretenen lokalen Ausrichtungsfehlern und zum Ausrichten zwei er Wafer mittels
Positionskarten, Dehnungskarten und/oder Spannungskarten der Water, die wéhrend und/oder nach der Ausrichtung der Wafer
aufgenommen werden, insbesondere durch mindestens einen transparenten Bereich mindestens eines der Wafer hindurch, wobei
gegebenentalls die relative Position der beiden Wafer zueinander, insbesondere in-situ, korrigiert wird.
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